技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	超高真空腔体系统升级定制
	1. 定制超高真空腔体一套，腔体传样高度和测试高度一致，增加阵列荧光探测器、自动传样以及摄像头等多个功能的安装法兰接口；
2. 现有真空腔体系统包括主腔体、样品架、快速进样室、真空获取与测量、PLC控制系统等，运行模式有手动和缓冲联锁两种模式。要求维持现有样品架、快速进样室、PLC以及真空获取方式等硬件不变，在已有PLC设备上根据新腔体接口更新系统的VCU控制程序，兼容目前的缓冲运行模式，并重新标定缓冲运行参数和连锁参数，保证系统安全稳定运行；供货商应具有大型超高真空系统定制成功经历和PLC编程经验。
3. 主腔体真空漏率要求低于5x10-11Pa.L/s，本底极限真空度好于5x10-10 Torr；
[bookmark: _GoBack]4. 包含腔体系统支撑台架。
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